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1．  緒  言

 近年，民生．産業用機器は，製造機器へのコンピュ一夕導入にみられるように，電子化の傾向にあ

り，信頼性の向上が求められている。これらの機器の電子回路，及び装置間の接続，データ，信号の

入出力は，接触電子部品（コネク夕，スイッチ等）を通して行われている。しかし， これらの部品

に対しコスト上の問題のため，接触部の貴金属メッキ厚が薄くなってきている。従来は充分な信頼性

を得るには，  3μm以上の厚さが必用と言われてきたが，現在は， Au メッキ：0．5～0．05μm， A

メッキ：1．0～0．5μmが主流であり， さらに薄くなる傾向にある。

 そこで当センターでは，接触電子部品の低コスト化と低故障率，耐環境性の強化を目的として，研

究を実施している。

2．実験方法

  実験に用いた試料は、接触電子部品（コ

ネクタ，  スイッチ）に用いられる材料を

考慮して、厚さ 0．5mm の薄板を用い素材と

メッキの種類及び厚さの組合せを表 1 に示

す。

試料の形状は図 1に示す形に製作した。

  この試料を、混合ガス環境下［SO2（1ppm）

＋H2S（0．5ppm）＋NOバ 1ppm）， 35゜C，

75％RH］に放置し，200 または，500 時時間

の試験を行った。

 途中経過は，50， 100，または 200 時間経

過後に，抜き取り測定を行った。

 測定は，必用に応じて， EPMA（電子線マイクロアナライザ一），光学像観察，表面抵抗値測定を行

った。表面抵抗値測定は，図 2に示す形状の治具を用い，プロ一ブ先端が半径 1mm の物を使用し，荷

重 50g を加え測定を行った。測定器は、横河ヒュ一レットパッカード製ミリオームメータを使用した。

  劣化防止剤は，A社製のオイル系を用いた。メッキの種類に合わせ，それぞれ，Au，A9 用を使用し，

塗布の試料（コ一卜），無塗布の試料（NOコ一卜）とし，試験を行った。劣化防止剤の測定は、コー

ト試料の試験前と試験後を FT－IR（赤外線分光光度計）を用いて劣化防止剤の変化を比較した。又，
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ガラス上に，金を蒸着し，その表

面に劣化防止剤を塗布した試料を

作成し，素材の影響がない状態で

の劣化防止剤の試験前と試験後の

変化を比較した。

  試験装置は，山崎精機研究所製

の GLP－91 型を使用した。

3．  結 果

3．  1   劣化防止剤の測定結果

 劣化防止剤の混合ガス環境下での

変化について， FT－IR を使用し分

析した。試験前，試験後を比較した

ところ Au・Ag 用防止剤ともに変化は

みられなかった。試料は，ガラス上

に金蒸着を行い，その表面に防止剤

を塗布して行った。しかし，素材黄銅上に塗布した防止剤の変化で，腐食が進んだ部分より防止剤が

検出されなかった例がある。腐食による影響かどうかは，今後検討の必要がある。

3．  2  劣化防止剤の効果

  防止剤を塗布しない NO コ一卜試料と金用防止剤を塗布したコ一卜試料を比較すると，Au メッキ厚

0．1μmは 200 時間で真っ黒に腐食したのに対し， コ一卜試料は腐食はみられるが，防食効果は充分

にある。しかし，腐食をなくすには， Au メッキ厚 0．3μm は必用である。それでも端の腐食（土ッ

ヂクリ一プ）は認められた。Auメッキの場合は，効果が認められたが，Agメッキの場合は，効果

はほとんどなかった。

3．  3  下地メッキの影響

  Au メッキの下地メッキ無しと，Ni 下地メッキ有りを比較した場合，腐食の程度は，下地無しの方

が大きい。コ一卜の効果も Ni下地があると， ほぼ Auメッキ厚 0.3μmで防止効果が認められたが，

下地無しの場合 0．5μmでも腐食は防ぎきれない。又，試料①の下地無し， Au メッキ厚 F，500 時間

経過した場合，素材の Cuまで腐食が進み，表面剥離がみられた。試料②の下地 Ni有りの場合，表面

が黒くはなるが，そこまで腐食は進まない。

Agメッキの Cu下地と Ni下地の場合を比較してみる。Ni下地の場合，表面が黒色に変化する。
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これは EPMA で解析した結果 Niが表面に析出するためである。Cu 下地の場合，表面は Ni 下地ほど変

色はしない。しかし，表面 Agのハガレ現象がみられた。

  セロテ一プによる引き剥しによりメッキの密着度を調ベた結果メッキ厚 1μm 試料のハガレがきわ

だっている。

3．  4 素材による違い

 素材による腐食程度の違いを比較してみる。NO

コートの場合，黄銅の方が腐食がひどく，コー

トした場合でもその効果はリン青銅よりも落ち

る。

  リン青銅素材，黄銅にも見られるが，Auと Ni

メッキの境界に，エッヂクリ一プ現象がみられ

た。この黒色の腐食物は， Cu であることが EPMA 分析の結果明らかになった。

 Au と Ni が接しており，通常は Auと Ni の電位差の違いにより， Ni が腐食されると考えられるが，

Niが 3μm の厚さのため Ni のピンホ一ルの影響を除けず，より電位差の大きい Cu が腐食されたもの

と考えられる。図 3にこの部分を模式的に書いた図を示す。このように，Ni下地があれば素材の違い

による影響は少ないと考えられたが，実験では素材の影響は，かなり大きかった。

4．  結  言

1）  劣化防止剤（オイル系）の腐食防止効果は，金メッキ用には認められた。しかし，銀メッキ用

は，ほとんど認められなかった。

2）  Ni した下地試料でも，素材の影響がかなりでた。  （コート試料で比較）

   黄銅←→リン青銅一べリリウム銅

の順で良くなっていた。

3）  エッヂクリ一プ現象は，今後部品の小型化が進む上で問題となってくるであろう。


